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Решения для исследований и производства 
полупроводниковых приборов, МЭМС, 
дисплеев
Solutions for R&D and manufacturing 
of semiconductor devices, MEMS, displays
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Характеристики полупроводниковых приборов, 
МЭМС, систем фотоники в  значительной 
степени определяются качеством проведения 
литографических процессов. Чтобы узнать 
о  тенденциях в  области оборудования для 
литографии, мы встретились с  Пирмином 
Муффлером, который до  недавнего времени 
возглавлял немецкую компанию solar-semi, 
а сейчас создал новую фирму.
Features of semiconductor devices, MEMS and 
photonics are largely determined by the quality of 
the lithographic processes. To learn about trends in 
the field of lithography processing equipment, we 
met with Pirmin Muffler, who until recently headed 
the solar-semi GmbH (Germany), and now has 
created a new company.

Господин Муффлер, какие решения предлага-
ются заказчикам?
Мы располагаем уникальным опытом в области 
создания решений для литографии, включая 
установки для нанесения фоторезистов, проявле-
ния, отмывки, сушки, а также взрывной литогра-
фии. Разработана продуктовая линейка, в кото-
рую входят системы для пластин диаметром 
до 300 мм, а также подложек разной формы раз-
мером до 1 500 × 1 500 мм. В зависимости от требо-
ваний заказчика, могут применяться различные 
технологии, например для нанесения фоторези-
стов используется центрифугирование или аэро-
зольное распыление. Поставляются как отдель-
ные установки и модули с различной степенью 
автоматизации, так и  полностью автоматиче-
ские кластерные системы и линии. Основными 
целевыми рынками являются производство 
полупроводниковых приборов, МЭМС, включая 
системы с  пьезоэлектрическими слоями, дис-
плеев на базе органических светодиодов, а также 
научные исследования и разработки.

Какие разработки и инновации стали определя-
ющими для успеха на рынке?
В первую очередь, следует отметить компетен-
ции в области создания оборудования для под-
ложек больших размером, обеспечивающего 
обработк у с  отк лонением формы менее 1%. 
Толщина покрытий может составлять от несколь-
ких микрометров до десятков нанометров. Была 
разработана и запатентована технология RCCT 
(Rotated Covered Chuck Technology – вращающиеся 
закрытые держатели), которая устраняет угловые 
эффекты при вращении прямоугольных подло-
жек для достижения наилучшей однородности 
слоя фоторезиста, предотвращает избыточный 
нагрев при работе со стек лянными подлож-
ками, сокращает расход фоторезиста, исключает 
разбрызгивание, а также уменьшает отложения 
благодаря эффекту Вентури. RCCT может при-
меняться как при обработке подложек размером 
до  1 500 × 1 500  мм, так и  небольших пластин, 
включая двухстороннее нанесение фоторезиста 
для изготовления МЭМС.
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Очень интересное специализированное реше-
ние для МЭМС, содержащих пьезоэлектрические 
слои,  – автоматическая система CSD (Chemical 
Solution Deposition), которая работает с произво-
дительностью до 72 пластин в день и позволяет 
получать пьезопокрытия толщиной до 4 мкм.

Хотелось бы отметить, что наше оборудование 
строится на типовых платформах по модульному 
принципу, что позволяет создавать оптимально 
отвечающие задачам заказчиков высокоэффек-
тивные решения для исследований и разработок, 
мелко- и крупносерийных производств.

Каковы современные тенденции в области обо-
рудования для литографии?
Очевидная тенденция – расширение номенкла-
туры используемых материалов и размеров под-
ложек, в частности, рост применения альтерна-
тивных кремнию материалов, а также подложек 
больших размеров. Соответственно, увеличи-
вается и  спектр используемых фоторезистов. 
С уменьшением топологических норм снижа-
ется толщина наносимого фоторезиста, однако 

покрытия большой толщины также высоко вос-
требованы в специальных областях. Число спе-
циальных задач растет – около половины наших 
заказчиков связаны с оборонной и космической 
отраслями, и, как правило, для них требуется 
разработка индивидуальных решений. В  ответ 
на  эти вызовы мы стараемся уделять заказчи-
кам еще больше внимания, тщательно изучаем 
спрос, чтобы наши новые продукты соответство-
вали тенденциям рынка.

Как вы оцениваете российский рынок?
В сотрудничестве с нашими партнерами из ком-
пании Maicom Quarz мы имеем опыт установки 
в России более чем 40 машин и технологических 
линий, в том числе для обработки подложек боль-
ших размеров, производства МЭМС, светодиодов 
и других приложений. В настоящее время инве-
стиционные возможности российских предприя-
тий несколько снизились, но полагаю, что в бли-
жайшей перспективе спрос восстановится. 

Интервью: Дмитрий Гудилин

Mr. Muffler, what solutions are 
offered to customers?
We have unique experience in 
creating l ithography process-
ing equipment, including mod-
ules and systems for coating, 
developing, substrate cleaning, 
baking and lift-off. The devel-
oped product range includes sys-
tems for wafers up to 300  mm 
and substrates of different shape 
with size up to 1,500 × 1,500 mm. 
Depending on customer require-
ments, different technologies 
can be used in processing equip-
ment, for example spin coat-
ing or spray coating. We supply 
both the modules with different 
degree of automation and fully 
automatic microcluster systems. 
The main target markets are the 
manufacturing of semiconductor 
devices, MEMS, including sys-
tems with piezo layers, displays 
based on organic LEDs, as well as 
research and development.

What developments and innova-
tions are the most important to 
the success?
First  a nd foremost, I  wou ld 
l ike to highlight our compe-
tencies in the field of creation 
of equipment for substrates of 
large size, providing process-
ing with uniformity deviation 
of less than 1%. The thickness of 
coatings can range from several 
micrometers to tens of nanome-
ters. Patented Rotated Covered 
Chuck Technology (RCCT) elim-
inates rotational corner effects 
to achieve the best uniformity 
on rectangular substrates, pre-
vents excessive heating of glass 
substrates, reduces media con-
sumption, eliminate splashing 
on cover plate, due to the self-
cleaning Venturi effect reduces 
build-up of waste mater ials. 
RCCT can be used for process-
ing of substrates with a size up 
to 1,500×1,500 mm, and of small 

wafers, including possibility of 
coating wafers on both sides for 
MEMS applications. 

Very interesting solution for 
M E M S conta in ing piezoelec-
tric layers is a specialized auto-
matic system for CSD (Chemical 
Solution Deposition), which have 
high throughput (up to 72 wafers 
per day) and allows to deposit 
piezo layers up to a thickness of 
4 μm.

I would like to mention that 
our systems have modular design 
and are built on unified plat-
forms. It allows to create cost 
effective solutions for research 
and development, smal l and 
high volume production, which 
are optimally matched to cus-
tomers’ requirements.

What trends in the field of 
lithography processing do you 
find particularly interesting 
today?
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The obvious trend is the expan-
sion of the range of materials 
and sizes of substrates, in partic-
ular, the increasing use of non-
silicon materials and large sub-
strates. Accordingly, the range 
of the used resists increases. 
With the reduction of node size, 
the thickness of applied coat-
ing decreases, however, the large 
thickness coatings are also in 
high demand in special fields. 
The number of special applica-
tions increases, about half of our 

customers are associated with the 
defense and space industries, and, 
as a rule, they require the devel-
opment of individual configura-
tions. In response to these chal-
lenges, we try to give customers 
more attention, carefully study-
ing the demand so that our new 
products meet market trends.

How did you assess the Russian 
market?
In cooperation with our part-
n e r s  f r o m  M a i c o m  Q u a r z 

GmbH, we have experience of 
installation in Russia of more 
than 40  modules and micro-
cluster systems, including for 
processing of large substrates, 
m a n u f a c t u r i n g  o f  M E M S, 
LEDs and other applications. 
Currently, the investment abil-
ity of Russian enterprises has 
decreased, but I believe that in 
the short term the demand will 
recover.

Interview: Dmitry Gudilin
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